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(54) 实用新型名称

LED封装支架结构及 LED器件

(57) 摘要

本实用新型公开了一种 LED 封装支架结构及

LED器件。LED封装支架结构是由金属带材经过冲

压和电镀成型，由平面矩阵形式排列的金属支架

单元组成。支架单元的电极引脚在底部，表面上冲

有凹槽、锁定孔和锁型槽，用来保证后续封装材料

与支架的结合力，锁型槽规范封装材料的尺寸大

小。在冲压凹槽中固晶，通过金线将芯片与支架电

极引脚连接，将固焊完成后的支架通过封装材料

安装成型，从而完成了 LED封装。所述 LED支架经

过冲压一次成型，同时完成了电路结构，省去了传

统支架的注塑部分，应用端可以通过底部切割孔

及预断槽任意切割不同模组及单颗使用，为后续

应用端提供了全新的光、电、热解决方案，简化了

制造工序和降低了生产成本。

(51)Int.Cl.

(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利
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1.LED 封装支架结构，包括有多个支架单元，以平面矩阵形式排列；其特征在于：所述

LED 封装支架结构由金属带材经过冲压和电镀成型制作而成；所述支架单元为一种金属支

架单元，包括有：位于中部的作为固晶区域的冲压凹槽 (22)、位于冲压凹槽 (22) 外部用以

规范封装材料的尺寸大小的锁型槽 (24)以及位于锁型槽 (24)外部四周的电极引脚 (21)；

所述冲压凹槽 (22)、锁型槽 (24)和电极引脚 (21)形成金属支架单元整体。

2. 如权利要求 1 所述的 LED 封装支架结构，其特征在于：所述支架单元包括有用来保

证后续封装材料与支架的结合力的一个以上的锁定孔 (23)，位于锁型槽 (24)区域内。

3. 如权利要求 2 所述的 LED 封装支架结构，其特征在于：相邻所述支架单元之间的连

接区域设置有预切断槽 (12)，即所述 LED封装支架结构设置有一排以上且一列以上纵横交

错的预切断槽 (12)。

4. 如权利要求 3 所述的 LED 封装支架结构，其特征在于：所述 LED 封装支架结构的两

侧边缘设置有多个切割孔 (11)，与纵列预切断槽 (12)的位置对齐。

5. 如权利要求 1 至 4 中任一项所述的 LED 封装支架结构，其特征在于：所述 LED 封装

支架结构的采用金属铜材质。

6. 如权利要求 1 至 4 中任一项所述的 LED 封装支架结构，其特征在于：所述 LED 封装

支架结构的采用金属材质，表面镀有银层、镍银层或其他金属镀层。

7.LED器件，其特征在于：包括有如权利要求 1至 4中任一项所述的 LED封装支架结构

和多个最小封装单元，所述最小封装单元包括一个以上的芯片 (3)、多根金线 (4)以及透镜

(5)；所述芯片 (3)固定在冲压凹槽 (22)区域内，通过金线 (4)将芯片 (3)与电极引脚 (21)

连接，透镜 (5)覆盖在锁型槽 (24)上方以密封芯片和金线。

8.如权利要求 7所述的 LED器件，其特征在于：所述透镜 (5)的底部与锁定孔 (23)紧

固连接。

9. 如权利要求 8 所述的 LED 器件，其特征在于：所述透镜 (5) 利用点胶机滴定形成半

球状凸透镜结构。

10.如权利要求 7所述的 LED器件，其特征在于：所述 LED器件的多个最小封装单元以

平面矩阵形式排列，各相邻每排最小封装单元之间的间距相等，各相邻每列最小封装单元

之间的间距相等。

权  利  要  求  书CN 201994337 U
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LED 封装支架结构及 LED 器件

技术领域

[0001] 本实用新型属于 LED封装技术领域，尤其涉及一种 LED封装支架结构及 LED器件。

背景技术

[0002] 半导体技术在上个世纪下半叶引发的一场微电子革命，催生了微电子工业和高科

技 IT产业，改变了整个世界的面貌。今天，化合物半导体技术的迅猛发展和不断突破，正孕

育着一场新的革命——照明革命。即将成为新一代照明光源的半导体LED，以其较之传统光

源所没有的优点，将引发照明产业技术和应用的革命。半导体 LED 固态光源替代传统照明

光源是大势所趋。对于 LED封装技术领域而言，支架是 LED封装最主要的原物料之一，作为

芯片的载体，有导电导热的功能，对芯片的出光有较大影响，在 LED 封装和应用过程中起重

要作用。目前，市场上常见的 LED 支架主要有三种：一种是直接由金属引线架组成的支架，

在焊线或点胶完成后，直接采用环氧材料或硅胶把 LED 的芯片和金线保护起来，如直插件、

食人鱼等；第二种是由塑料和金属引线架组成，主要有 SMD支架，仿 Lumileds支架等；第三

种是由陶瓷和金属组成，如 CREE的 7090、PHILIPS的 Rebel等。

[0003] 对于支架而言，传统直插件、食人鱼散热性能不足，不能应用于功率型 LED；而 SMD

是由塑料和金属引线架组成密封防潮性能较差；陶瓷金属支架成本较高，针对上述传统支

架的不足，设计了以全金属平面结构冲压电镀成型的支架。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种 LED 封装支架结构及 LED 器件，新结构的 LED 封

装支架可制作出一种成本低，光效高，散热增强，可靠性高的 LED器件，并且该 LED器件应用

形式多样。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：

[0006] LED封装支架结构，包括有多个支架单元，以平面矩阵形式排列；其中，所述 LED封

装支架结构由金属带材经过冲压和电镀成型制作而成；所述支架单元为一种金属支架单

元，包括有：位于中部的作为固晶区域的冲压凹槽、位于冲压凹槽外部用以规范封装材料的

尺寸大小的锁型槽以及位于锁型槽外部四周的电极引脚；所述冲压凹槽、锁型槽和电极引

脚形成金属支架单元整体。

[0007] 所述支架单元包括有用来保证后续封装材料与支架的结合力的一个以上的锁定

孔，位于锁型槽区域内。

[0008] 相邻所述支架单元之间的连接区域设置有预切断槽，即所述 LED 封装支架结构设

置有一排以上且一列以上纵横交错的预切断槽。

[0009] 所述 LED 封装支架结构的两侧边缘设置有多个切割孔，与纵列预切断槽的位置对

齐。

[0010] LED 器件，其中，包括有上述的 LED 封装支架结构和多个最小封装单元，所述最小

封装单元包括一个以上的芯片、多根金线以及透镜；所述芯片固定在冲压凹槽区域内，通过

说  明  书CN 201994337 U
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金线将芯片与电极引脚连接，透镜覆盖在锁型槽上方以密封芯片和金线。

[0011] 本实用新型的有益效果如下：

[0012] 本实用新型的 LED 封装支架结构及 LED 器件，支架是由金属带材经过冲压出平面

式电极引脚电镀成型，由平面矩阵形式排列的金属支架单元组成，所述平面式金属带材通

过冲压形成电极引脚，金属支架周围设有切割孔及预切断槽，所述切割孔及预切槽用于降

低切割时对胶体应用的损伤；所述 LED 封装支架结构的中间部设有冲压凹槽，所述冲压凹

槽即是固晶区，具有锁定封装材料的作用。另外，凹槽周围设有复数个锁定孔，用以锁定封

装材料；所述金属支架单元周边设有锁型凹槽，所述锁型凹槽是为了锁定材料形状，同时具

有锁定封装材料的功能。进一步地，相邻所述金属支架单元之间形成电路结构；支架单元制

作的 LED 器件可通过模组封装、多芯片或单芯片封装，应用形式多样，电极引脚在底部。更

近一步地，所述模组封装或单颗封装采用不同切割方式实现不同应用。

[0013] 本实用新型实施例提供的 LED 封装支架结构及 LED 器件，封装单元包括一个或多

个 LED 芯片，芯片的正极和负极分别与金属支架单元的平面电极相连接，平面金属支架由

于省去了注塑部分，从而节约了支架制造成本，同时增强了管芯的出光效率，由于采用了全

金属制作，芯片直接与支架通过固晶胶键合，较之一般支架更大的键合面积，存储空间更

大，因此有效的增强了支架的散热，同时有效的降低了封装热阻，在后续封装制程中，采用

硅胶封装材料，利用模造 (molding)、滴胶或灌胶形式封装，并形成透镜，有效保护了 LED的

电路结构，提高了产品的可靠性及寿命。根据模组封装或单颗封装采用不同切割方式实现

不同应用，为后续灯具应用设计电路、光学、热量管理节约成本。

[0014] 所述 LED 支架经过冲压一次成型，同时完成了电路结构，省去了传统支架的注塑

部分，应用端可以通过底部切割孔及预断槽任意切割不同模组及单颗使用，为后续应用端

提供了全新的光、电、热解决方案，简化了制造工序和降低了生产成本。

附图说明

[0015] 图 1是本实用新型 LED封装支架结构的俯视结构示意图；

[0016] 图 2是本实用新型 LED封装支架结构的切割孔及预切断槽结构示意图；

[0017] 图 3是本实用新型 LED器件最小封装单元的俯视结构示意图；

[0018] 图 4是本实用新型 LED器件的侧视结构示意图。

[0019] 附图标记说明：

[0020] 1、LED 封装支架结构，11、切割孔，12、预切断槽，2、最小封装单元，21、电极引脚，

22、冲压凹槽，23、锁定孔，24、锁型槽，3、芯片，4、金线，5、封装材料。

具体实施方式

[0021] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施

例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释

本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0022] 本实用新型公开的 LED封装支架结构 1，如图 1、2、3，包括有多个支架单元，以平面

矩阵形式排列；其中，所述 LED封装支架结构由金属带材经过冲压和电镀成型制作而成；所

述支架单元为一种金属支架单元，包括有：位于中部的作为固晶区域的冲压凹槽 22、位于

说  明  书CN 201994337 U
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冲压凹槽 22 外部用以规范封装材料的尺寸大小的锁型槽 24 以及位于锁型槽 24 外部四周

的电极引脚 21；所述冲压凹槽 22、锁型槽 24和电极引脚 21形成金属支架单元整体。

[0023] 所述支架单元包括有用来保证后续封装材料与支架的结合力的一个以上的锁定

孔 23，位于锁型槽 24区域内。

[0024] 相邻所述支架单元之间的连接区域设置有预切断槽 12，即所述 LED封装支架结构

设置有一排以上且一列以上纵横交错的预切断槽 12。

[0025] 所述LED封装支架结构的两侧边缘设置有多个切割孔11，与纵列预切断槽12的位

置对齐。

[0026] 所述 LED封装支架结构的采用金属铜材质，也可以为其他金属。

[0027] 所述 LED封装支架结构的采用金属材质，表面镀有银层、镍银层或其他金属镀层。

[0028] LED 器件，如图 3、4，其中，包括有上述的 LED 封装支架结构和多个最小封装单元，

所述最小封装单元包括一个以上的芯片 3、多根金线 4 以及透镜 5；所述芯片 3 固定在冲压

凹槽 22 区域内，通过金线 4 将芯片 3 与电极引脚 21 连接，透镜 5 覆盖在锁型槽 24 上方以

密封芯片和金线。

[0029] 透镜 5的底部与锁定孔 23紧固连接。

[0030] 所述透镜 5利用点胶机滴定形成半球状凸透镜结构。

[0031] 所述 LED 器件的多个最小封装单元以平面矩阵形式排列，各相邻每排最小封装单

元之间的间距相等，各相邻每列最小封装单元之间的间距相等。所述金属支架封装单元中

心间距根据应用端要求而定。

[0032] 实施例：

[0033] 如图 1、2、3、4，支架单元 2 为支架的骨架，包括支架单元 2 的电极引脚 21；支架单

元 2的中间部为一个冲压凹槽 22，凹槽 22为所述支架单元 2的固晶区，该固晶区的存储面

积大，能容纳一个或多个晶片 3，同时可有效增强散热面积，提高了 LED出光效率，同时使得

LED 产品的可靠性大为提升；在冲压凹槽中固晶，凹槽有光杯的功能，通过金线将晶片与支

架电极引脚连接，将固焊完成后的支架通过封装材料安装成型，从而完成了 LED封装。支架

是平面结构，由金属带材经过冲压电镀成型；去掉了的注塑成型的光杯，基于 LED 应用的需

求，可任意封装切割模组或单颗成型使用。平面式金属支架单元 2 周围设有复数个锁定孔

23，用于锁定后续成型材料 5；使成型材料 5 与支架之间的结合力更牢固；支架经固定晶片

3和焊接金线 4后，然后利用模造 (molding)、滴胶或灌胶工艺封装成型，以上方式不仅简化

了 LED 制造工序，降低了生产成本，提高了光的萃取，同时有效地增强了 LED 封装产品的气

密性，光学性能，可靠性和寿命。

[0034] 通过切割金属支架 1 上的切割孔 11 和预断槽 12 切割而成各种封装单元，是其中

的单元模块形式，应用端可按照应用需求进行多样化切割，为应用端后续安装设计提供了

全新的解决方案，同时方便了二次配光设计。

[0035] 本实用新型设计的重点在于基于传统支架的不足，省去了支架的注塑部分，改善

了传统 LED 的光学和热学性能；基于 LED 应用的需求，可任意封装切割模组、多芯片或单芯

片成型使用，便于应用端配光、电路和散热的设计，有效地节约了封装成本及应用成本。

[0036] 以上所述，仅是本实用新型结构较佳实施例而已，并非对本实用新型的技术范围

作任何限制，故凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例作的任何细微修改、等同变
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化与修饰，均仍属于本实用新型技术方案的范围内。
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图 1

图 2
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图 3

图 4
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